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(54) 발명의 명칭 교체 가능한 메모리

(57) 요 약

본 발명은 교체 가능한 메모리를 포함하는 장치를 포함한다. 예시적인 장치는 제어기, 및 상기 제어기에 결합되

고 복수의 메모리 다이를 포함하는 메모리 패키지를 포함할 수 있다. 상기 메모리 패키지와 상기 제어기 중 적어

도 하나는 상기 장치의 동작을 유지하면서 상기 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한

교체 가능 유닛일 수 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

장치로서,

제어기; 및

상기 제어기에 결합된 메모리 패키지를 포함하되, 상기 메모리 패키지는 복수의 메모리 다이를 포함하고;

상기 메모리 패키지와 상기 제어기 중 적어도 하나는 상기 장치의 동작을 유지하면서 상기 장치로부터 제거 가

능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 메모리 패키지는 상기 장치의 복수의 메모리 패키지 중 하나이고; 

상기 복수의 메모리 패키지 각각은 교체 가능 유닛이어서, 상기 복수의 메모리 패키지 중 하나 이상의 메모리

패키지에 장애가 발생 시, 상기 장애에도 불구하고 동일한 수의 장애 없는 메모리 패키지를 유지하도록 상기 복

수의 메모리 패키지 중 상기 하나 이상의 메모리 패키지가 교체되는, 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 제어기는 상기 메모리 패키지에 결합된 상기 장치의 복수의 제어기 중 하나이고; 

상기 복수의 제어기 각각은 교체 가능 유닛이어서, 상기 복수의 제어기 중 하나 이상의 제어기에 장애가 발생

시, 상기 장애에도 불구하고 상기 장치의 동작이 유지되도록 상기 복수의 제어기 중 장애 없는 제어기는 상기

메모리 패키지를 계속 서빙하도록 구성되는, 장치.

청구항 4 

장치로서,

복수의 제어기; 및

상기 복수의 제어기에 결합된 복수의 메모리 패키지를 포함하되;

상기 복수의 메모리 패키지 중 적어도 하나는 복수의 메모리 다이를 포함하고; 

상기 복수의 메모리 패키지 중 적어도 하나 및 상기 복수의 제어기 중 적어도 하나는 상기 장치의 동작을 유지

하면서 상기 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 복수의 제어기 중 하나의 제어기에 장애가 발생한 것에 응답하여,

상기 복수의 제어기 중 장애 있는 제어기는 다른 교체 가능 유닛으로 교체되고,

상기 장애에도 불구하고 상기 동작이 유지되도록 상기 복수의 제어기 중 장애 없는 제어기는 상기 복수의 메모

리 패키지를 계속 서빙하도록 구성되는, 장치.

청구항 6 

제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 복수의 제어기는 제어기 간 메시징 버스를 통해 서로 결합되는, 장치.

청구항 7 
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제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 복수의 제어기는 상기 복수의 메모리 패키지에 결합되고, 비-휘발성 메모리

익스프레스(non-volatile memory express: NVMe) 인터페이스를 통해 상기 복수의 메모리 패키지를 서빙하도록

구성되는, 장치.

청구항 8 

제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 복수의 제어기는,

독립 노드의 중복 어레이(redundant array of independent node: RAIN); 및

에러 정정 코딩(error correction coding: ECC)

 중 적어도 하나를 제공함으로써 상기 복수의 메모리 패키지에 저장된 데이터를 보호하도록 구성되는, 장치.

청구항 9 

제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 메모리 패키지 각각은 NAND 플래시 메모리 패키지인, 장치.

청구항 10 

장치로서,

복수의 제어기; 및

상기 복수의 제어기에 결합되고 복수의 메모리 패키지를 포함하는 복수의 시스템 보드를 포함하되;

상기 복수의 시스템 보드 중 적어도 하나, 상기 복수의 제어기 중 적어도 하나, 및 상기 복수의 메모리 패키지

중 적어도 하나는 상기 장치의 동작을 유지하면서 상기 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교

체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 교체 가능 유닛은 상기 장치로부터 제거 가능하고, 상기 교체 가능 유닛에 장애가 발생

한 것에 응답하여 상기 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능하여, 장애 있는 교체 가능 유닛을 교체한 후에, 상

기 장치는 상기 다른 교체 가능 유닛과 함께 동작 가능한, 장치. 

청구항 12 

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 복수의 시스템 보드 중 장애 있는 시스템 보드에 위치된 장애 없는 메모리

패키지는 상기 복수의 시스템 보드 중 장애 없는 시스템 보드에 재사용 가능한, 장치.

청구항 13 

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 복수의 제어기는, 

독립 디스크의 중복 어레이(RAID);

독립 노드의 중복 어레이(RAIN); 및

에러 정정 코딩(ECC)

중 적어도 하나를 통해 상기 복수의 메모리 패키지에 저장된 데이터를 보호하도록 구성된, 장치.

청구항 14 

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 복수의 제어기는 호스트에 결합되고, 상기 호스트는 상기 복수의 시스템 보

드 중 장애 있는 시스템 보드에 저장된 데이터가 복구 가능하도록 상기 복수의 시스템 보드에 걸쳐 데이터 보호

방식을 제공하도록 구성된, 장치. 

청구항 15 

장치로서,

호스트;
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상기 호스트에 결합된 메모리 시스템을 포함하되, 상기 메모리 시스템은, 

복수의 제어기; 및

버스를 통해 소정 개수의 제어기에 결합된 복수의 비-휘발성 메모리(NVM) 패키지를 포함하고; 

상기 메모리 시스템의 상기 복수의 NVM 패키지 중 적어도 하나는 상기 메모리 시스템의 동작을 유지하면서 상기

메모리 시스템으로부터 물리적으로 제거 가능하고 다른 NVM 패키지로 교체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 복수의 제어기 중 적어도 하나는 상기 메모리 시스템의 동작을 유지하면서 상기 장치로

부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 17 

제15항에 있어서, 상기 메모리 시스템은 복수의 전력 공급원을 포함하고, 상기 복수의 전력 공급원 중 적어도

하나는 상기 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 18 

제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메모리 시스템은 솔리드 스테이트 드라이브(solid  state

drive: SSD)인, 장치.

청구항 19 

제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 복수의 메모리 패키지는 복수의 별개의 시스템 보드에 걸쳐

분산되고, 상기 시스템 보드들 중 적어도 하나는 상기 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체

가능한 교체 가능 유닛인, 장치.

청구항 20 

제15항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 호스트로부터 수신된 데이터는 상기 복수의 NVM 패키지 중

적어도 2개에 중복 저장되는, 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 일반적으로 반도체 메모리에 관한 것으로, 보다 상세하게는 교체 가능한 메모리에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

메모리 디바이스는 일반적으로 컴퓨터 또는 다른 전자 디바이스에서 내부, 반도체, 집적 회로로서 제공된다. 휘[0002]

발성 및 비-휘발성 메모리를 포함하여 많은 다른 유형의 메모리가 있다. 휘발성 메모리는 데이터를 유지하기 위

해 전력을 요구할 수 있으며, 다른 것 중에서도 특히 랜덤 액세스 메모리(Random-Access Memory: RAM), 동적 랜

덤  액세스  메모리(Dynamic  Random  Access  Memory:  DRAM)  및  동기  동적  랜덤  액세스  메모리(Synchronous

Dynamic Random Access Memory: SDRAM)를 포함할 수 있다. 비-휘발성 메모리는 전력이 공급되지 않을 때 저장

된 데이터를 유지함으로써 영구 데이터를 제공할 수 있으며, 다른 것 중에서도 특히 NAND 플래시 메모리, NOR

플래시 메모리, 판독 전용 메모리(Read Only Memory: ROM) 및 저항 가변 메모리, 예를 들어, 위상 변화 랜덤 액

세스 메모리(phase change random access memory: PCRAM), 저항 랜덤 액세스 메모리(resistive random access

memory: RRAM) 및 자기 랜덤 액세스 메모리(magnetic random access memory: MRAM)를 포함할 수 있다.

메모리 디바이스는 높은 메모리 밀도, 높은 신뢰성, 및 낮은 전력 소비를 요구하는 광범위한 전자 응용을 위한[0003]

휘발성 및 비-휘발성 메모리로서 이용될 수 있다. 비-휘발성 메모리는 다른 전자 디바이스들 중에서도 특히 예

를 들어 개인용 컴퓨터, 휴대용 메모리 스틱, 솔리드 스테이트 드라이브(solid state drive: SSD), 개인 정보

단말기(personal digital assistant: PDA), 디지털 카메라, 휴대폰, 휴대용 음악 플레이어, 예를 들어, MP3 플

레이어, 및 영화 플레이어에서 사용될 수 있다. 프로그램 코드, 사용자 데이터와 같은 데이터 및/또는 기본 입

력/출력 시스템(BIOS)과 같은 시스템 데이터는 일반적으로 비-휘발성 메모리 디바이스에 저장된다.
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메모리 디바이스는 다양한 메모리 구성 요소를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 메모리 구성 요소의 장애는 종종[0004]

메모리 디바이스의 교체로 이어진다. 또한 디바이스 동작을 유지하면서 (예를 들어, 시스템을 전력 다운하지 않

고) 다양한 메모리 구성 요소를 교체할 수는 없다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따른 교체 가능 유닛을 포함하는 메모리 시스템을 포함하는 장치의[0005]

블록도;

도 2는 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따른 교체 가능 유닛을 포함하는 메모리 시스템을 포함하는 장치의

예를 도시하는 도면; 및

도 3은 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따른 교체 가능 유닛을 포함하는 메모리 시스템을 포함하는 장치의

예를 도시하는 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명은 교체 가능한 메모리를 포함하는 장치를 포함한다. 예시적인 장치는 제어기, 및 이 제어기에 결합되고[0006]

복수의 메모리 다이를 포함하는 메모리 패키지를 포함할 수 있다. 메모리 패키지와 제어기 중 적어도 하나는 장

치의 동작을 유지하면서 장치로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛일 수

있다.

본 발명의 실시형태는 하나 이상의 구성 요소(예를 들어, 제어기, 메모리 패키지, 메모리 다이, 전력 공급원[0007]

등)의 장애로 인해 메모리 디바이스(예를 들어, SSD)를 교체할 필요성을 감소시키는 것과 같은 이익을 제공할

수 있다. 예를 들어, 일부 이전의 접근법에서, 여러 메모리 패키지(예를 들어, 칩) 및/또는 여러 메모리 다이를

포함할 수 있는 SSD는 단일 장애점(Single Point of Failure: SPOF)으로서 취급된다. 그리하여, 예를 들어, 단

하나의 패키지의 장애는 전체 SSD의 교체를 초래할 수 있다. 일부 이전의 접근법에서는, 하나 이상의 SSDS의 장

애에도 불구하고 다수의 SSD를 포함하는 메모리 시스템이 여전히 사용될 수 있으나; 이러한 접근 방식은 시스템

의 용량, 성능 및 안정성을 크게 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 8 테라바이트(TB) 이상의 용량을 각각 갖는 다

수의 SSD를 포함하는 시스템을 고려해 보자. 이 경우 단일 SSD 구성 요소(예를 들어, 패키지)의 장애로 SSD 자

체를 교체해야 하는 경우 이러한 장애는 상당한 부담을 미칠 수 있다. 예를 들어, 시스템 용량이 줄어들 뿐만

아니라 시스템의 나머지 비-장애 SSD의 동작 부담이 증가할 수 있다. 일부 이전의 접근법에서, 특정 메모리 구

성 요소(예를 들어, DRAM 칩)는 시스템을 셧다운하지 않고는; 즉 시스템의 동작을 중단시키지 않고는 교체 가능

하지 않을 수 있다.

대조적으로, 본 발명의 소정 개수의 실시형태는 장치가 다양한 성분 구성 요소에 대한 SPOF를 포함하지 않도록[0008]

교체 가능 유닛으로서 다양한 메모리 구성 요소를 포함하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 다양한 실시형

태에서, 성분 구성 요소(예를 들어, 제어기, 패키지, 다이 등)는 시스템의 동작을 유지하면서 (예를 들어, 시스

템을 전력 다운하지 않고) 교체될 수 있다.

본 명세서에 사용된, 교체 가능 유닛은 현장 교체 가능 유닛일 수 있다. 예를 들어, 교체 가능 유닛은 메모리[0009]

시스템 및/또는 성분 메모리 구성 요소에 대한 깊이 있는 지식이 없는 사람에 의해서도 쉽게 제거 가능하고 교

체 가능할 수 있는 메모리 구성 요소(예를 들어, 메모리 패키지)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 교체 가능 유닛

은 시스템으로부터 전체 하위 조립품 또는 모듈(예를 들어, SSD)을 제거하지 않고 및/또는 시스템을 전력 다운

하지 않고 "현장에서" 교체될 수 있는 NAND 패키지를 포함할 수 있다.

본 발명의 다음의 상세한 설명에서, 본 발명의 일부를 형성하고 본 발명의 하나 이상의 실시형태를 실시할 수[0010]

있는 방법을 예로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시형태는 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자라

면 본 발명의 실시형태를 실시할 수 있을 만큼 충분히 상세히 설명되며, 다른 실시형태도 이용될 수 있고, 프로

세스, 전기적 및 구조적 변경이 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있는 것으로 이해된다.

본 명세서에 사용된, 특히 도면의 참조 번호와 관련된 "N" 및 "M"과 같은 부호는 이렇게 지정된 특정 특징부가[0011]

소정 개수 포함될 수 있다는 것을 나타낸다. 또한, 본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시형태를 설명하기 위

한 것일 뿐, 본 발명을 제한하려고 의도된 것이 아닌 것으로 이해된다. 본 명세서에 사용된, 단수 형태의 요소

및 "상기" 요소는 문맥 상 명백히 달리 지시되지 않는 한, 단수 및 복수의 요소를 모두 포함할 수 있다. 또한,

"소정 개수의" 것(예를 들어, 소정 개수의 메모리 셀)이란 하나 이상의 이러한 것을 지칭할 수 있는 반면, "복
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수의"는 하나를 초과하는 것(예를 들어, 하나를 초과하는 메모리 셀)을 지칭하는 것으로 의도된다. 더욱이, "할

수 있는" 및 "할 수도 있는"이라는 단어는 본 명세서 전체에 걸쳐 의무적인 의미(예를 들어, ~하는데 요구되는

의 의미)가 아니라 허용 가능한 의미(예를 들어, ~할 가능할 수 있는, ~할 가능성이 있는의 의미)로 사용된다.

본 명세서의 도면은 제1 숫자 또는 숫자들이 도면 번호에 대응하고 나머지 숫자는 도면에서 요소 또는 구성 요[0012]

소를 식별하는 번호 매김 규칙을 따른다. 상이한 도면들 간에 유사한 요소 또는 구성 요소는 유사한 숫자를 사

용함으로써 식별될 수 있다. 예를 들어, 110은 도 1에서 요소 "10"을 나타낼 수 있고, 유사한 요소는 도 2에서

210으로 나타낼 수 있다.

도 1은 호스트(102) 및 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따른 교체 가능 유닛을 포함하는 소정 개수의 메모리[0013]

시스템(110-1  ...,  110-N)을  포함하는  컴퓨팅  시스템(100)  형태의  장치의  블록도이다.  시스템(110-1,  ...,

110-N)은 집합적으로 메모리 시스템(110)으로 지칭될 수 있다. 컴퓨팅 시스템(100)은 데이터 센터 또는 서버 시

스템일 수 있지만, 실시형태는 이들로 제한되지 않는다.

호스트(102)는 메모리 시스템(110)에 액세스하고 이 메모리 시스템을 제어하는 다양한 다른 유형의 호스트 중에[0014]

서  특히  개인용  랩탑  컴퓨터,  데스크탑  컴퓨터,  디지털  카메라,  휴대폰,  또는  메모리  카드  판독기,  저장

제어기, 저장 시스템과 같은 호스트 시스템일 수 있다. 호스트(102)는 시스템 마더보드 및/또는 백플레인을 포

함할 수 있고, 소정 개수의 메모리 액세스 디바이스(예를 들어, 소정 개수의 프로세서)를 포함할 수 있다.

메모리 시스템(110)은 예를 들어 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)일 수 있으며, 소정 개수의 제어기(112-1, ...,[0015]

112-N) 및 소정 개수의 메모리 패키지(114-1, ..., 114-N)를 포함할 수 있다. 본 명세서에 사용된, 메모리 시스

템(110), 제어기(112) 및/또는 메모리 패키지(114)는 또한 개별적으로 "장치"로 고려될 수 있다. 소정 개수의

실시형태에서, 메모리 시스템(110)은 복수의 비-휘발성 패키지(예를 들어, NAND 플래시 메모리, 위상 변화 메모

리 및/또는 RRAM을 포함하는 패키지) 및 예를 들어 메모리 버퍼로서 (예를 들어, DRAM 셀의 다이를 포함하는)

적어도 하나의 DRAM  패키지를 포함하는 저장 모듈일 수 있다. 비-휘발성 패키지는 저장 등급 메모리(storage

class memory: SCM)일 수 있으나; 실시형태는 특정 유형의 비-휘발성 패키지로 제한되지 않는다.

메모리 패키지(114)는 시스템(100)을 위한 저장 볼륨으로 서빙(serve)할 수 있다. 메모리 패키지(114)는 복수의[0016]

메모리 다이(예를 들어, 2, 4, 8 및/또는 16개의 메모리 다이)를 포함할 수 있다. 패키지(114)의 성분 다이는

다양한 다른 다이 유형 중에서 특히 NAND 다이 및/또는 DRAM 다이일 수 있다. 소정 개수의 실시형태에서, 주어

진 시스템(110)의 메모리 패키지(114) 및/또는 제어기(112)는 장치의 동작을 유지하면서 장치(예를 들어, 컴퓨

팅 시스템(110))로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛일 수 있다. 

컴퓨팅 시스템(100)은 호스트(102)가 메모리 시스템(110)에 액세스할 수 있게 하는 인터페이스를 포함할 수 있[0017]

다. 인터페이스는, 패브릭을 통한 NVME(NVMe  over  Fabric:  NVMeoF)를 포함하는 비-휘발성 메모리 익스프레스

(Non-Volatile Memory Express: NVMe)와 같은 다양한 인터페이스 프로토콜과 호환될 수 있는 다른 커넥터 및

인터페이스 중에서 특히, 예를 들어, 직렬 고급 기술 부착형(Serial Advanced Technology Attachment: SATA),

주변 구성 요소 상호 연결 익스프레스(Peripheral Component Interconnect Express: PCIe) 또는 범용 직렬 버

스(Universal Serial Bus: USB)일 수 있다. 일반적으로, 호스트(102)와 메모리 시스템(110)은 제어, 어드레스,

데이터 및 다른 신호를 전달하기 위한 호환 가능한 수용체를 갖는 인터페이스를 통해 서로 결합된다.

제어기(112)는 메모리 인터페이스(도 1에 도시되지 않음)를 통해 메모리 패키지(114)에 결합될 수 있다. 메모리[0018]

인터페이스는 다양한 표준을 지원하거나 및/또는 개방형 NAND 플래시 인터페이스(open NAND flash interface:

ONFI) 사양과 같은 다양한 인터페이스 유형을 준수할 수 있다.

제어기(112)는 메모리 시스템들 각각의 복수의 제어기 중 하나의 제어기일 수 있다. 제어기(112)는 메모리 패키[0019]

지(114)와 통신하며, 다른 동작들 중에서도 특히 데이터 판독, 기록 및 소거 동작을 제어할 수 있다. 소정 개수

의 실시형태에서, 제어기(112) 각각은 교체 가능 유닛이어서, 복수의 제어기 중 하나 이상의 제어기에 장애가

발생 시, 이 장애에도 불구하고 장치의 동작이 유지되도록 복수의 제어기 중 장애 없는 제어기는 메모리 패키지

를 계속 서빙하도록 구성된다.

메모리 패키지(114)는 메모리 시스템(110)의 복수의 메모리 패키지 중 하나일 수 있다. 소정 개수의 실시형태에[0020]

서, 복수의 메모리 패키지 각각은 교체 가능 유닛이어서, 복수의 메모리 패키지 중 하나 이상의 메모리 패키지

에 장애가 발생 시, 이 장애에도 불구하고 동일한 수의 장애 없는 메모리 패키지를 유지하도록 복수의 메모리

패키지 중 하나 이상의 메모리 패키지가 교체되도록 구성된다. 따라서, 패키지(114) 및/또는 제어기(112)는 시

스템(110)이 SPOF가 아니도록 교체 가능하다. 소정 개수의 실시형태에서, 복수의 메모리 패키지에 저장된 데이
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터는 독립 노드의 중복 어레이(redundant  array  of  independent  node:  RAIN),  독립  디스크의 중복 어레이

(redundant array of independent disk: RAID) 및/또는 에러 정정 코딩(error correction coding: ECC)을 포함

하는 다양한 데이터 보호 방식을 통해 보호될 수 있다. 

도 2는 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따라 교체 가능 유닛을 포함하는 컴퓨팅 시스템(200) 형태의 장치의[0021]

예를 도시한다. 컴퓨팅 시스템(200)은 호스트(202) 및 메모리 시스템(210)을 포함한다. 호스트(202) 및 메모리

시스템(210)은 도 1과 관련하여 설명된 호스트(102) 및 메모리 시스템(110)과 유사할 수 있다. 소정 개수의 실

시형태에서, 메모리 시스템(210)은 호스트(202)에 결합된 복수의 메모리 시스템 중 하나이다.

호스트(202)는, 예를 들어, NVMeoF를 포함하는 NVMe와 같은 인터페이스 프로토콜과 호환될 수 있는 버스(204)를[0022]

통해 메모리 시스템(210)에 결합된다.

소정 개수의 실시형태에서, RAID, RAIN 및/또는 ECC와 같은 데이터 보호 방식은 호스트(202)에 의해 제공될 수[0023]

있다. 예를 들어, 복수의 메모리 시스템이 호스트(202)에 결합될 때, 호스트(202)는 RAID 방식을 통해 복수의

메모리 시스템(210)에 걸쳐 데이터를 보호할 수 있다. 또한, 호스트(202)는 RAIN  및/또는 EC를 통해 시스템

(210) 내의 메모리 패키지(214)에 걸쳐 데이터를 보호한다.

도 2에 도시된 바와 같이, 메모리 시스템(210)은 복수의 제어기(212-1 및 212-2)(예를 들어, 집합적으로 제어기[0024]

(212)로 지칭됨),  및 이 제어기(212)에 결합된 복수의 메모리 패키지(214-1,  214-2,  214-3,  214-4,  214-5,

214-6, 214-7 및 214-8)(예를 들어, 집합적으로 메모리 패키지(214)라고 지칭함))를 포함할 수 있다. 소정 개수

의 실시형태에서, 메모리 패키지(214) 중 적어도 하나는 복수의 메모리 다이를 포함할 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 제어기(212)는 버스(213)를 통해 복수의 메모리 패키지에 결합될 수 있다. 일부 실[0025]

시형태에서, 버스(213)는 ONFI 호환 버스일 수 있다. 또한, 제어기(212)는 RAIN과 EC 중 적어도 하나를 제공함

으로써 복수의 메모리 패키지에 저장된 데이터를 보호하도록 구성될 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 제어기(212)는 제어기 간 메시징 버스(215)를 통해 서로 결합된다. 그리하여, 제어[0026]

기(212-1 및 212-2) 중 하나 또는 둘 모두는 메모리 시스템(210)을 서빙할 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서,  메모리 패키지(214)는 비-휘발성 메모리 셀을 포함할 수 있는 비-휘발성 메모리[0027]

(non-volatile memory: NVM) 패키지일 수 있다. 예를 들어, 메모리 패키지(214) 중 적어도 하나는 NAND 패키지

일 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서,  메모리 시스템(210)은  메모리 패키지(214)가  구현되는 하나 이상의 시스템 보드[0028]

(211)(예를 들어, PCB)를 포함할 수 있다. 소정 개수의 시스템 보드의 예가 도 3에 도시되어 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 메모리 패키지(214) 중 적어도 하나는 메모리 시스템(210)의 동작을 유지하면서 메[0029]

모리 시스템(210)으로부터 제거 가능하고 다른 패키지(214)로 교체 가능한 교체 가능 유닛이다. 일부 실시형태

에서, 메모리 패키지(214) 중 하나 이상의 메모리 패키지에 장애가 발생한 것에 응답하여 메모리 패키지(214)

중 하나 이상의 메모리 패키지는 교체 가능 유닛으로서 교체될 수 있다. 예를 들어, 도 2에서, 메모리 패키지

(214-4)는 (예를 들어, 화살표(250)로 도시된 바와 같이) 다른 메모리 패키지(214-9)로 교체된 장애 있는 패키

지를 나타낸다. 장애 있는 메모리 패키지(214-4)에 저장된 데이터는 제어기(212) 및/또는 호스트(202)에 의해

제공된 RAID, RAIN 및/또는 ECC를 통해 복구될 수 있다. 교체 후에 장애 있는 메모리 패키지(214-4)에 이전에

저장된 데이터는 교체 메모리 패키지(214-9)에 재기록될 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 제어기(212) 중 적어도 하나는 메모리 시스템(210)의 동작을 유지하면서 메모리 시[0030]

스템(210)으로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛이다. 일부 실시형태에

서 제어기(212) 중 하나의 제어기에 장애가 발생한 것에 응답하여, 제어기(212) 중 장애 있는 제어기는 다른 교

체 가능 유닛으로 교체될 수 있고, 이 장애에도 불구하고 동작이 유지되도록 제어기(212) 중 장애 없는 제어기

는 메모리 패키지(214)를 계속 서빙하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 2에서, 제어기(212-2)는 (예를 들어,

화살표(252)로 도시된 바와 같이) 다른 제어기(212-3)로 교체된 장애 있는 제어기를 나타낸다. 제어기(212-2)를

교체할 때까지, 제어기(212-1)는 제어기(212-2) 대신에 메모리 패키지(214)를 계속 서빙할 수 있다. 그리하여,

메모리 시스템의 제어기(212)는 SPOF일 수 있는 것인 이전의 접근법에 비해 제어기(212-2)의 단독 장애점은 메

모리 시스템(210)의 SPOF가 아닐 수 있다.

도 3은 본 발명의 소정 개수의 실시형태에 따른 교체 가능 유닛을 포함하는 컴퓨팅 시스템(300) 형태의 장치의[0031]

예를 도시한다. 컴퓨팅 시스템(300)은 호스트(302)  및 메모리 시스템(310)을 포함할 수 있다. 메모리 시스템
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(310)은 복수의 제어기(312-1 및 312-2)(예를 들어, 집합적으로 제어기(312)로 지칭됨), 제어기(312)에 결합된

복수의 시스템 보드(311-1 및 311-2)(예를 들어, 집합적으로 시스템 보드(311)로 지칭함)를 포함한다. 호스트

(302)는 예를 들어, 버스(304)(예를 들어, NVMe 및/또는 NVMeoF 인터페이스와 호환되는 PCIe)를 통해 메모리 시

스템(310)에 결합될 수 있고, 제어기(312)는 예를 들어 ONFI 호환 버스와 같은 버스(313)를 통해 메모리 패키지

(314)에 결합될 수 있다. 복수의 제어기(312)는 제어기 간 메시징 버스와 같은 버스(315)를 통해 서로 결합될

수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 제어기(312)는 호스트(302)에 결합되고, 호스트(302)는 복수의 시스템 보드 중 장애[0032]

있는 시스템 보드에 저장된 데이터가 복구 가능하도록 시스템 보드(311)에 걸쳐 데이터를 보호하도록 제어기

(312)를 제어하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 호스트(302)는 RAID 방식을 통해 시스템 보드(311)에 걸쳐 데

이터를 보호할 수 있다.

도 3에 도시된 바와 같이,  시스템 보드(311)는 복수의 메모리 패키지(314-1,  314-2,  314-3,  314-4,  314-5,[0033]

314-6, 314-7, 및 314-8)(예를 들어, 집합적으로 메모리 패키지(314)로 지칭됨)를 포함한다. 예를 들어, 시스템

보드(311-1)는 메모리 패키지(314-1, 314-2, 314-3, 및 314-4)를 포함할 수 있고, 시스템 보드(311-2)는 메모

리 패키지(314-5, 314-6, 314-7 및 314-8)를 포함할 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 복수의 시스템 보드(311) 중 적어도 하나, 제어기(312) 중 적어도 하나, 및 메모리[0034]

패키지(314) 중 적어도 하나는 메모리 시스템(310)의 동작을 유지하면서 메모리 시스템(310)으로부터 제거 가능

하고 다른 교체 가능 유닛으로 교체 가능한 교체 가능 유닛이다. 일부 실시형태에서, 교체 가능 유닛은 교체 가

능 유닛에 장애가 발생한 것에 응답하여 메모리 시스템(310)으로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로

교체 가능하여, 장애 있는 교체 가능 유닛의 교체한 후에, 메모리 시스템(310)은 다른 교체 가능 유닛과 함께

동작 가능하다. 예를 들어, 도 3에서, 시스템 보드(311-2)는 (예를 들어, 화살표(354)로 도시된 바와 같이) 장

애 있는 시스템 보드가 다른 시스템 보드(311-3)로 교체되는 것을 나타낸다.

소정 개수의 실시형태에서, 시스템 보드(311) 중 장애 있는 시스템 보드에 위치된 장애 없는 메모리 패키지는[0035]

복수의 시스템 보드 중 장애 없는 시스템 보드에서 재사용 가능하다. 예를 들어, 메모리 패키지(314-5 및 314-

6)는 장애 있는 시스템 보드(311-2)에 위치된 장애 없는 패키지가 (예를 들어, 화살표(356 및 358)로 도시된 바

와 같이) 장애 없는 시스템 보드(311-1)에 위치되고 장애 있는 패키지를 나타내는 메모리 패키지(314-1 및 314-

2)로 교체되는 것을 나타낸다. 다른 예로서, 메모리 패키지(314-7 및 314-8)는 장애 있는 시스템 보드(311-2)에

위치되고 (예를 들어, 화살표(360 및 362)로 도시된 바와 같이) 장애 있는 시스템 보드(311-2)로 교체되는 시스

템 보드(311-3)에서 구현되는 장애 없는 메모리 패키지를 나타낸다. 

소정 개수의 실시형태에서, 메모리 시스템(310)은 복수의 전력 공급원(316-1 및 316-2)을 포함할 수 있다. 복수[0036]

의 전력 공급원(316) 중 적어도 하나는 메모리 시스템(310)으로부터 제거 가능하고 다른 교체 가능 유닛으로 교

체 가능한 교체 가능 유닛일 수 있다. 복수의 전력 공급원을 구현하면, 예를 들어, 메모리 시스템(310)의 장애

있는 교체 가능 유닛을 교체할 때까지 메모리 시스템(310)의 동작을 유지하는 것과 같은 이익을 제공할 수

있다. 예를 들어, 전력 공급원(316-1)에 장애가 발생한 것에 응답하여, 이 장애에도 불구하고 전력 공급을 제공

하기 위해 장애 없는 전력 공급원(316-2)은 메모리 시스템(310)을 계속 서빙(예를 들어, 메모리 시스템(310)에

전력을 공급)하도록 구성될 수 있다.

소정 개수의 실시형태에서, 메모리 시스템(310)은 각각의 구성 요소에 대해 적어도 2개의 교체 가능 유닛을 포[0037]

함할 수 있다. 예를 들어, 메모리 시스템(310)은 도 3에 도시된 바와 같이 2개의 전력 공급원(316)을 포함할 수

있다. 유사하게, 구성 요소 중 다른 하나의 구성 요소에 장애가 발생한 것에 응답하여 구성 요소 중 하나가 메

모리 시스템(310)을 서빙할 수 있도록 다양한 다른 시스템 구성 요소의 복제물이 메모리 시스템(310)에 포함될

수 있다.

특정 실시형태가 본 명세서에 예시되고 설명되었지만, 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자라면 동일한 결과[0038]

를 달성하도록 계산된 배열이 도시된 특정 실시형태를 대체할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 발명

은 본 발명의 소정 개수의 실시형태의 적응 또는 변형을 포함하도록 의도된다. 상기 설명은 본 발명을 제한하려

고 의도된 것이 아니라 본 발명을 예시하는 것으로 제시된 것으로 이해되어야 한다. 이 기술 분야에 통상의 지

식을 가진 자라면 상기 설명을 읽을 때 상기 실시형태와 본 명세서에서 구체적으로 설명되지 않은 다른 실시형

태를 조합하는 것은 명백할 것이다. 본 발명의 소정 개수의 실시형태의 범위는 상기 구조 및 방법이 사용되는

다른 응용을 포함한다. 그러므로, 본 발명의 소정 개수의 실시형태의 범위는 첨부된 청구범위에 부여되는 최대

균등 범위와 함께 첨부된 청구범위를 참조하여 결정되어야 한다.
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전술한 상세한 설명에서, 일부 특징은 본 발명을 간결하게 설명하기 위해 단일 실시형태에서 함께 그룹화된다.[0039]

본 발명의 방법은 본 발명의 개시된 실시형태가 각 청구범위에 명시적으로 언급된 것보다 더 많은 특징을 사용

해야 한다는 의도를 반영하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 오히려, 다음의 청구범위가 반영하는 바와 같이,

본 발명의 주제는 단일의 개시된 실시형태의 모든 특징보다 더 적다. 따라서, 다음의 청구범위는 본 상세한 설

명에 포함되며, 각 청구항은 별도의 실시형태로서 각자 존재한다.

도면

도면1

도면2
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